
出展仮申込書
電⼦機器トータルソリューション展 2018

■出展予定製品及び・技術分野（フリー）

■通信欄

 主催者が定める個人情報取扱い（以下URL参照）に同意し、下記の通り仮申込します。（ 必須） 申込日　　　　　年　　　月　　　日

 http://www.jpcashow.com/show2017/jp/contact/personal_information.html

会社／団体名
*法人格含む

和　文

フリガナ

英　文

申込責任者 部署・役職 氏　名    

連絡先

所在地

〒

部署・役職 氏　名

TEL FAX

Email

2017会期中から、2018年の出展仮申込みを受け付けます。仮申込をしていただくと、小間位置選択会の際、仮申込の順番を考慮
し優先的にお選びいただけます。また仮申込におきましてはキャンセル料が発生いたしません。（エリア変更・小間数変動も同様）
※出展申込は別途本申込みが必要ですので、その旨ご注意ください。（出展案内配布・本申込み受付開始は9月下旬頃を予定）

※仮申込された方は、上記期限までに本申込みください。

仮申込有効期限： 2017年10月31日（火）

事務局記入欄

受付NO. 事務局確認欄

■出展予定展示会・製品
出展予定の展示会を１つお選びください。

■出展製品・技術分野
主に出展される製品・技術分野を１つお選びください。

■予定小間数 小間

6/7～9
7ホール JPCA主催者企画コーナー内
次回展示会受付（小間番号7G-47）

6/10 
以降

運営事務局：（株）JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
TEL: 03-5657-0767　FAX: 03-5657-0645　E-mail：jpcashow@jtbcom.co.jp

提 

出 

先

本部事務局：（一社）日本電子回路工業会 行

会 期：2018年6月6日（水）～8日（金）　会 場：東京ビッグサイト 東ホール

□ プリント配線板技術展
□ 半導体パッケージング・部品内蔵技術展
□ 機器・半導体受託生産システム展

□ 1.製品（電子回路基板等の電子機器）
□ 2.設計技術
□ 3.信頼性・検査技術
□ 4.主材料・絶縁材料
□ 5.機能材料・プロセス材料・資機材
□ 6.製造装置・設備
□ 7.環境システム
□ 8.物流システム
□ 9.その他
　　（ ）

□ 

□ プリンテッドエレクトロニクス最適生産システム展
□ 部品・MEMS/ デバイス産業総合資機材展
□ LED/OLED 応用技術展

□ 

□ 

03-5657-0645

FAX

※必ず控えのコピーを取り、保管して下さい。


